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Obudowa do komputera Kolink

Inspire K11 ARGB

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Szerokos¢ opakowania
Zainstalowane wentylatory tylne
Diody LED

Zainstalowane wentylatory przednie
Szerokos¢ produktu

Ramka combo na dysk HDD/SSD
Materiaty

Wejscie audio

llos¢ zatok 2,5 "

Maksymalna ilos¢ wentylatoréw
przednich

Liczba slotéw rozszerzen

Chtodzenie

Maksymalna dtugos¢ kart graficznych
Liczba portéw USB 2.0

Obstugiwany typ ptyty gtéwnej
Przeznaczenie

Wyijscie audio

Kolor produktu

Obstugiwana $rednica wentylatoréw
gérnych

Maksymalna wysokos¢ chtodzenia
procesora

Obstugiwany typ zasilaczy

Obstugiwane rozmiary chtodnic
gérnych

Obstugiwana $rednica wentylatoréw
przednich

Wysokos$¢ opakowania

246,99 zt

200,80 zt
WLONONWCRA470
INSPIRE K11
5999094004412
245 mm

1x 120 mm

Tak

Brak

190 mm

Tak
Plastik,Stal,Szkto hartowane
Tak

2

3

7

Tak

31,5cm

2

micro ATX,Mini-ITX,ATX
Gaming

Tak

Czarny

120

16,5 cm

ATX
240

120

495 mm
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Opis produktu

e Gwarancja: F024M

Typ podswietlenia LED
Gtebokos¢ produktu
Maksymalna dtugos¢ PSU
Wysokos$¢ produktu
Zarzgdzanie okablowaniem
Boczne okno

Maksymalna ilos¢ wentylatoréw
gérnych

llos¢ zatok 3.5"
Lokalizacja zasilania
Model

Obstugiwana $rednica wentylatoréw
tylnych

Liczba portéw USB 3.0
Przycisk reset

Uktad

Zasilacz dotaczony
Gteboko$¢ opakowania

Maksymalna ilo$¢ wentylatoréw
tylnych

Obstugiwane rozmiary dyskéw
twardych

Obstugiwane rozmiary chtodnic
przednich

Ostrzezenia

ARGB
378 mm
14 cm
447 mm
Tak

Tak

Dolne
PC

120 mm

1

Tak

Midi Tower
Nie

500 mm

1

2.5,3.5"

360

Trzymaj produkt z dala od Zrédet
wody, aby zapobiec
uszkodzeniom
elektrycznym.,Uwazaj na ostre
krawedzie podczas
montazu.,Zapewnij odpowiednia
wentylacje obudowy, aby unikna¢
przegrzewania sie komponentéw.
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